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Abstract: 

The invention describes a method and an alignment to contact productively and 
electrically and mechanically reliable metallic contact areas of sub-carriers with 
electrically conductive contact areas on substrates. According to the Invention the 
contact fields comprise a lattice structure, the areas that have to be contacted are 
positioned on top of each other and compressed with a translucent compression 
piece. The areas that have to be contacted are Irradiated with light of high Intensity at 
wavelengths at which the compression piece and the thermoplastic substrate foil are 
translucent but the contact areas and fields are strongly energy absorbent. The 
Irradiation causes a heating of the irradiated contact materials and a melting of the 
adjacent and/or pressed substrate in the contact zone. The Invention relates to a 
method and an alignment to contact metallic contact areas aligned on substrate foils 
with electrically conductive contact areas being arranged on substrates made of 
plastic, paper, paperboard or similar materials. 
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n Unterlagen entnommen 



Die f olgenden Angaben sind den von 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelit 

(g) Verfahren und Anordnung zum Kontaktieren von auf Sunbstratfolien angeordneten metallischen 
Kontaktflaciien 

@ Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfah- 
ren und eine Anordnung anzugeben, mit welchen metal- 
lische Kontaktflachen von Zwischentragern produktiv und 
elektrisch und mechanlsch zuverlassig mit elektrisch lei- 
tenden Kontaktfiaclnen auf Substraten kontaktiert werden 
konnen. 

ErfindungsgemalS gelingt die Losung der Aufgabe da- 
durcli, dass die Kontaktfelder eine Gitterstruktur aufwei- 
sen, die zu kontaktierenden Bereiclie uberelnander posi- 
tloniert und mit einem lichtdurchlassigen Pressstuck zu- 
sammengedruckt werden, und diezu kontaktierenden Be- 
reiclie mit Licht hoher Intensitateines Wellenlangenberei- 
ches, fur den das Pressstuck und die thermoplastische 
Substratfolie durchlasslg aber die Kontaktfelder und Kon- 
taktflachen stark energieabsorbierend sind, so bestrahit 
wird, dass die bestrahlten Kontaktmaterialien erhitzt wer- 
den und dadurch das aniiegende und/oder angepresste 
Substrat in der Verbindungszone aufschmilzt. 

, Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung 

I zum Kontaktieren von auf Substratfolien angeordneten 
metallischen Kontaktflachen mit elektrisch leitenden Kon- 

' taktflachen, die sich auf Substraten aus Plaste, Papier, 

' Pappe Oder ahnlichem befinden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bctriCft ein Verfahren und cine An- 
ordnung zum Kontaktieren von auf Substratfolien angeord- 
nctcn mctallischcn Kontaktflachcn mit elektrisch leitcnden 5 

Kontaktflachen, die sich auf Substraten aus Plaste, Papier, 
Pappe Oder ahnlichem befinden. 

f0002] Dabei werden unter elektrisch leitenden Kontakt- 
flachen Metalle, Leitpastendrucke aus Metall- und/oder 
Graphitpartikeln sowie elektrisch leitende Kunststoffe ver- lO 
standen. 

[0003] Bevorzugtes Einsatzgebiet der Erfindung ist die 

Kontaktierung von Ilalbleiterchips, weitere elektronische 
Bauelemente sowie Sensoren und/oder Aktoren tragende 
mit Txiterbahnen und groBflachigen aulSeren Kontakten ver- 15 
sehene Zwischentrager-Plastikfolienstreifen auf flachige 
Oder drahtformige Antennen ftir kontaktlose Transponder, 
Als kontaktlose Transponder werden dabei insbesondere 
kontaktlose Chipkarten, Waren oder Warenverpackungen 
mil eingcarbcilelcn Antennen und Transpondcrchip, clck- 20 
tronische kontaktlose Etiketten, Tickets, Wertscheine etc. 
vorstandcn, 

[0004] Kontaktlose elekUronische Transponder, deren Ar- 
beitsfroqucnz vorzugsweisc im MHz- bis GHz-Bcrcich 
liegt, weisen meist Antennen auf, die flSchig auf SubsU^ten 25 
aus Spezialpapier oder aus Plastmaterial angebracht sind. 
Als Plastmaterial dient hierzu meist PVC, um eine leichte 
Weiterverarbeitung zu Chipkarten aus PVC zu ermoglichen. 
Es ist aber auch ublich Polyester (PET) und ahnliche Kunst- 
stoffe zu verwenden. 30 
[0005] Die Kosten fur die Transponder werden im wesent- 
lichen durch die Antennenkosten und die Kosten fur die 
Halbleilcrchips bosliimiit, Die Antennenkosten setzcn sich 
aus den Materialkosten fiir das Antennentragersubstrat und 
das Antcnncnmatcrial und aus don Strukturicrungskosten 35 
fijr die Anlenne zusammen. Einerseits sinken die Antennen- 
kosten drastisch jc grSber die Strukturcn soin diirfcn und je 
einfacher das Antennenuagermaterial ist, andererseits sin- 
ken die Transponderkosten nur, wenn auch die Kosten fiir 
die Ilalbleiterchips drastisch sinken. Die Kosten der Halb- 40 
leiterchips sind vorwiegend durch die aufgewendete Halb- 
leiterflache bestimmt. Sehr geringe Transponderkosten las- 
sen sich nurerzielen, wenn kleinflachige Ilalbleiterchips auf 
grobsUrukturierte Antennen kontaktiert werden konnen. 
Dazu ist es erforderlich, techni.sche Vorkehrungen zu tref- 45 
fen, um das Halbleiterchip gleichzeitig mit dem Anfang und 
dem Ende einer grobstrukturierten Anfenne verbinden zu 
konnen. 

[0006] Fiir die elektrische Verbindung von Halbleiterchips 
mit Anlennendrahten ist es bei der Herstellung von Chipkar- 50 
ten bekannt, die Chips in Halbleitergehause zu verpacken, 
die mit Anschliisscn vcrschcn sind, die so lang ausgcfiihrt 
sind, dass sie sowohl mit dem Anfang als auch mit dem 
Ende der Antcnnc verbundon werden konnen. Als nachtcilig 
erweisen sich hierbei die hohen Kosten fiir die Gehauseher- 55 
stellung sowie der Raumbedarf des Gehauses. Fiir die An- 
wendung bei Tickets, Etiketten usw. erwdst sich das GehSu- 
sevolumen als wesentlich zu groB. 

[0007] Im Etikettenbereich ist es deshalb ublich, auf bei- 
den I'lachenseiten des Antennentragers geStzte Leiterbah- 60 
nen zu erzeugen. Auf der Vorderseite des Antennentragers 
sind die Antennenbahnen und die Kontaktetellen ftlr das 
Hip-Chip-Kontaktieren des Halbleiterchips angeordnet. 
Auf der Antennentragerriickseite befindet sich ausschlieS- 
lich eine kurze Leiterbahn, die vom auBeren Antennenende 65 
zu einem Kontaktstellenabschnitt des Halbleiterchips fiihrt. 
[0008] Mittels spezieller Ultraschallverfahren erfolgt ein 
Durchkontaktieren der Leiterbahn von der Riickseite zur 



Vorderseite des Antennentragers. Diese Losung ist mit den 
Nachteilen behaftet, dass die Durchkontaktierung durch den 
Antenncntragcr nur fur sehr diinnc Tragerfolicn (1 . . . 
50 fim) und vorzugsweise fur Aluminiumleiterbahnen ge- 
cignct ist und dass die Zuverlassigkeit der Durchkontaktie- 
rung unter mechanischer Belastung nicht gewShrleistet ist. 
AuBerdem ist ein hoher Atzaufwand erforderlich, da das 
Metall der Antennentragerriickseite bis auf die kurze Leiter- 
bahn weggeatzt werden muss. 

[0009] Es ist auch bekannt, das Halbleiterchip auf einem 
dOnnen, kurzen, bandformigen Folienstiick, welches zwei 
Leiterbahnen mit jeweils inneren und auBeten Kontaktfel- 
dem aufweist, mittels Flip-(^hip-Technik oder (-hip-on-Bo- 
ard-Technikzu kontaktieren. Danach wird der auf diese 
Weise entstandene Zwischentrager so auf die Antenne ge- 
legt, dass Ende und Anfang der Antenne mit je einem auBe- 
ren Kontaktfeld zur Deckung kommen. AnschlieBend er- 
folgt das Kontaktieren mittels Ultraschall- und/oder Nieder- 
frequenzschwingungen durch Druck- oder Lotkontaktie- 
rung. Bei dicscn Verfahren ist nachtcilig, dass die Konlak- 
tierstellen unter mechanischer und langerer klimatischer Be- 
lastung nur cine gcringc Zuverlassigkeit aufwciscn und dass 
durch die Art der Verbindung das Material an der Kontakt- 
stcUc so verformt wird, dass sich die Gcsamtmaterialdickc 
verdoppelt bzw. dass der Kontaktieraufwand unokonomisch 

[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren und eine Anordnung der eingangs genannten Art an- 
zugeben, mit welchen metallische Kontaktflachen von Zwi- 
schentragem produktiv und elektrisch und mechanisch zu- 
verlassig mit elektrisch leitenden Kontaktflachen auf Sub- 
straten kontaktiert werden kSnnen. 

[0011] ErfindungsgcmiiB wird die Aufgabe mil einem Ver- 
fahren, welches die in Anspruch 1 angegebenen Merkmale 
und mit einer Vorrichtung, welchc die in Anspruch 4 ange- 
gebenen Merkmale enthalt, gelost. 
[0012] Voneilhafte Wcitcrbildungon sind in den Untcran- 
spriichen angegeben. 

[0013J Bei dem erflndungsgemaBen Verfahren werden das 
zu kontaktierende, gitterffirmig gestaltete auBere Kontakt- 
feld eines Zwischentragers und das Kontaktfeld der Antenne 
und gegebenenfalls die angrenzenden Randgebiete des fiir 
Licht eines definierten Wellenlangenbereich durchsichtigen, 
vorzugsweise thcrmoplastischen Substrates des Zwischen- 
tragers und/oder des Antennentragers ubereinanderpositio- 
niert und mittels eines fiir Licht durchlassigen Pressstilckes, 
welches auf die Substratunterseite des Kontaktfeldes des 
Zwischentragers aufgesetzt wird, gegen einen Kontaktier- 
tisch gepresst. Danach wird mit Licht, welches einen 
Leuchtfleckdurchniesser erzeugl, der gleich oder groBer der 
Pressflache des Pressstuckes ist, durch das Pressstiick hin- 
durch Strahlungsencrgic in die mechanisch zusammcngc- 
pressten Kontaktmaterialien und Substrate bzw. Antennen- 
trager cingctragcn. Diese Encrgie wird im wcscntlichcn in 
den lichtundurchlassigen Kontaktmaterialien wirksam, wo- 
bei die Kontaktmaterialien so erhitzt werden, dass durch 
Warmeleitung mindestens das angrenzende Substratmate- 
rial schmilzt und sich mit dem Antennentragermaterial und 
der Kontaktflache der Antenne dauerhaft verbindet. 
[0014] In einer vorteilhaften Ausfiihrung wird als Licht 
monochromatisches Licht oder Laserlicht und als Substrat- 
material Polyester verwendet. Die Wellenlange des verwen- 
deten Lichts liegt vorzugsweise im Bereich 900 . . . 
1100 nm. 

[0015] Die Verbindung des Kontaktfeldes mit der Kon- 
taktflache lasstsich weiter verbessem, wenn gleichzeitig mit 
dem EinU-dg des Lichtes UlU^chaUenergie oder Niederfre- 
quenzschwingungsenergie iiber das Pressstiick oder iiber 
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den Substrattisch in die Konlaklierzone eingebrachl wird. 
[00161 Femer ist es mbglich, zur Veibesserung der Verbin- 
dung dcs Konlaktfcldes init der Kontaktflache die Kontakl- 
flache der Antenne mil einem Flachenanteil von < 25% zu 
lochen odcr zu schlitzcn. 

[0017] Durch Einfarben der Oberseite des Substratmateri- 
als mit lichtabsorbierenden Material im Gitterbereich des 
Kontaktfeldes kann eine weitere Verbesserung eireicht wer- 
den. Als Material kann hierzu auch ein thermoplastischer 
Kleber verwendet weiden, vorzugsweise ein thermoplasti- 
scher Kleber, der einen niedrigeren Erweichungspunkt als 
das Substratmaterial bzw. das Antennentragermaterial auf- 
weist, Der thermoplastische Kleber kann mit metallisch lei- 
tenden Partikeln, z. B. Silber, gefullt sein. 
[0018] Die Erfindung zeichnet sich durch eine Reihe von 
Vorteilen aus. 

[0019] Oas erfindungsgemaBe Verfahren ermoglicht es, 
speziell gestaltete und gegebenenfalls beschichteu; Zwi- 
schentragerkontaktfelder mit Antennenkontaktflachen mit- 
Icls dncs kurzcn Lichtimpulses mcchanisch und clektrisch 

zuverlassig zu verbinden. 

[0020] Vortcilhaft ist insbcsondcre, dass sich Kontaktfcl- 
der von Zwischentragern oder zwischentragerahnlichen 
Substratcn so an Antcnncn aus Mctall odcr Lcitpastcn auf 
Plast, Papier o. a. kontaktieren lassen, dass die Kontakte 
eine hohe mechanische und klimatische Zuverlassigkeit auf- 
weisen, die Kontaktierung eine hohe Produktivitat mit ei- 
nem technologisch sicheren Verfahren ermoglicht, das Kon- 
taktierverfahren fiir unterschiedlichste Antennenmaterialien 
eingesetzt werden kann und die Zwischentrager- und Anten- 
nenmaterialien nur gering verfomit werden. 
[0021] An das Antennenmaterial soUen so geringe wie 
mbglich Anforderungcn gustcllt werden; der Zwischentra- 
ger jedoch soil so vorbereitet sein, dass er in der T.age ist, 
alio moglichcn Kontakticrschwierigkcitcn zu ubcrwindcn. 
[0022] Durch das mit hoher Leistung auf bzw. einge- 
brachtc Licht werden die Kontaktmatcrialicn schr stark und 
sehr rasch erhitzt. Das unmittelbar iiber oder neben den 
Kontaktmateriahen anliegende thermoplastische Substrat 
schmilzt und benetzt den Antennentrager und die Kontakt- 
flache der Antenne. Bedingt durch den Anpressdruck wer- 
den die Materialien zum Teil ineinander gedriickt, Die Git- 
terstruktur der Kontaktfelder des Substrates bewirkt, dass 
das Licht direkt auf die Antennenkontaktflachen gelangt und 
diese erhitzt, so dass das darUberliegende thermoplastische 
Substrat zumindestens in einer diinnen Schicht aufge- 
schmolzen wird, ohne dass die an dem Pressstiick anlie- 
gende SubslTdtschicht aufschmilzt. Die MetaUgitter werden 
in die Antennenkontaktflache teilweise eingepresst und ge- 
wiihrleisten insbesondere an den Gilterkanten einen sehr gu- 
ten elektrischen Kontakt mit der Kontaktflache der Antenne. 
[0023] Aufgrund der Gittergcstaitung und dor Vcrbindung 
von Substrat und Antennentrager auch urn die Kontaktfelder 
bzw. Kontaktflache herum, werden die Kontaktfelder und 
Kontaktflache durch die umgebenden, verklebten Materia- 
hen nahezu hermetisch eingeschlossen. Die Verbindungs- 
stelle bleibt deshalb eben. 

[0024] Durch das zusatzliche Aufbringen von mechani- 

scher Energie durch Ultraschall- oder Niederfregenzschwin- 
gungen wird die Benetzung der Materialien durch den auf- 
geschmolzenen Thermoplast verbessert und die Glattung 
der Kontaktstelle beschleunigt. 

[0025] Durch Lochen oder Schiitzen der Kontaktflache 
der Antenne mit relativ kleinen Txichem bzw. schmalen 
Schiitzen ergeben sich weitere Vorteile: 
Neben der allgemeinen Erhohung der mechanischen Festig- 
keit der Verbindungszone wird erreicht, dass das schmelz- 
fliissige Substratmaterial bzw. der verfliissigte Schmelzkle- 
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bar uber die Fliiche der Kontaktflache verteilt an vielen Stel- 
len den Antennentrager benetzt. 

[0026] AuBcrdcm wird das Kontaktfcldgitter des Substrat- 
feldes zum Teil auch iiber die Kanten der I^her und 

5 Schlitze der Kontaktflache gcprcsst und die Anzahl der 
Kontaktkantenpressungen erhoht sich. 
[0027] Durch Einfarben der Oberseite des Substratmateri- 
als kann die Lichtabsorption der kontaktfeldtragenden Sub- 
stratoberseite und damit die Schmelzverfliissigung der in der 

to Verbindungszone innenliegenden Substratschicht erleichtert 
werden. Das Einfarben selbstkann in einfacherWeise durch 
BestSuben (z. B. mit Graphitstaub), Bedrucken (z. B. mit 
Untenstrahltechnik) o. a. erfolgen. 

[0028] Eine weitere bedeutende Verbesserung kann da- 

15 durch erreicht werden, dass eine diinne Schicht eines ther- 
moplastischen, lichtabsorbierenden Klebers im Bereich des 
Substratkontaktfeldes (Gitters) aufgetragen wird. Die Ver- 
besserung wird insbesondere dann signiflkanl sein, wenn 
der thermoplastische Kleber einen tieferen Erweichungs- 

20 punkt aufweist als das Substrat- und Antennenmaterial und 
wenn der thermoplastische Kleber in schmelzfliissigen Zu- 
stand Substrat, Kontaktmatcrial und Antennentrager schr 
gut benetzt und im erkalteten Zustand eine hohe Adhasion 
zu den gcnanntcn Materialien aufweist. Werden thcrmopla- 

25 stische Kleber eingesetzt, die auch duroplastisches Material 
sehr gut benetzen, konnen als Substratmaterialien auch 
lichtdurchlassige Duroplaste verwendet werden. 
[0029] Eine weitere Verbesserung wird erreicht, wenn der 
thermoplastische Kleber mit lichtabsorbierenden, eleklrisch 

30 leitenden Partikeln geftillt ist. 

[0030] Durch Verwendung von Licht nur eines bestimm- 
ten Welleniangenbereiches als Energiequelle und von Press- 
stiicken und Substratcn geringer Lichtabsorption sowie von 
Kontaktmaterialien und eingebrachtcn Farb- odcr Schmelz- 

35 klcberschichten, die cine hohe Lichtabsorption aufwciscn, 
ergibt sich der Vorteil, dass die kontaktbildenden Prozesse 
nur im Inncron dor Verbindungszone stattfinden und die 
Substratunterseite und Antennentragerunterseite nicht auf- 
schmelzen und Pressflache sowie Kontaktiertisch nicht ver- 

40 schniutzen. 

[0031] Durch Laserlicht, insbesondere durch Diodenlaser, 
kann vorteilhaft rund mit einfachem apparatetechnischen 
Aufwand die erforderliche Lichtenergie in die Verbindungs- 
zone eingebracht werden. 

45 [0032] DieVerwendung von Polyestennaterialien als Sub- 
stratmaterial des Zwischentragers, die sich durch hervorra- 
gende mechanische, chemische, thermische und elektroiso- 
lierende Eigenschaften auszeichnen und kostengunslig sind, 
wird eine gut aufschmelzbare und durch mechanische 

50 Schwingungen (Ultraschall; Niederfrequenz) verfoniibare 
Verbindungsstelle geschaffen. 

[0033] Die Erfindung wird im Folgcndcn anhand eines 
Ausfiihrungsbeispiels naher erlautert. In der zugehorigen 
Zeichnung zcigcn: 
55 [0034] Fig. 1 einen Zwischentrager in Draufsicht, 

[0035] Fig. 2 die Seitenansicht eines ZwischenU-agers in 
Schnittdarstellung, 

[0036] Fig. 3 die Kontaktflache einer Antenne in Drauf- 

60 [0037] Fig. 4 die Seitenansicht der Verbindungszone des 
Zwischentragers am Antennentrager unmittelbar vor dem 
Kontaktieren in Schnittdarstellung und 
[0038] Fig. 5 die Seitenansicht der Kontaktstelle wahrend 
dem bzw. nach dem Kontaktieren in Schnittdarstellung, 

65 [0039] Der Zwischentrager 1 in Fig. 1 Iriigt in seiner Mi lie 
ein flipgebondetes Chip 8 mit zwei Kontakthugeln 9, die auf 
den inneren Kontaktfeldem 7 aufliegen. Das Chip 8 ist mit- 
tels thermisch ausgehartetem UnderfiUer 10 fest auf den in- 
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neren Kontaklfeldem 7 und der Oberseite 3 des im Beispiel 
50 pm dicker) Polyestersubstrates 2 fixiert. Von den inneren 
Konlaktfeldcrn 7 zu den auBeren Konlaklfeldern 6 vcrlaufcn 
T.eiterbahnen 4, die ebenfalls mittels im Beispiel elektrisch 
isolicrcndcm, thcrmisch ausgchartctcn Undcrfiilcr bcschich- 5 
tet sind. Innere und auBere Kontaktfelder 7; 8 und Leiter- 
bahnen 4 bestehen aus 35 pm dickem Aluminium, das nas- 
schemisch strukturiert wurde, 

[0040J Die auBeren KontaktMdcr 6 weisen eine Gitter- 
stxuktur 11 auf, wobei die Stege ca. (100 , . . 200) urn breit 10 
sind und die Gitterlocher ca. (400 X 400) pm^ bis (600 x 
600) )im^ groB sind. Die auBeren Kontaktfelder 6, insbeson- 
dere aber die Gitterzwischenraume und die Kontaktfeldperi- 
pherie sind mit einem fur die verwendete Lichtwellenlange 
X = 940 nm stark energieabsorbierenden thermoplastischen 15 
Kleber 14, der im Beispiel einen mindestens 3Q°C niedrigen 
Erweichungspunkt au^eist als das Polyestersubstrat 2, be- 
schichtet. Die Beschichtungsdicke enlsprieht etwa der 
Dicke des Kontaktfeldmaterials. 

[0041] Fig. 2 zoigl den Zwischcntrdgcr 1 in seitlicher An- 20 

sicht, wobei der Schnitt durch einen Kontakthiigel 9 gefiihrt 
wurdc. Die GittoriScher 11 der auBorcn Kontaktfelder 6 sind 
mit Uchtabsorbierendem Kleber 14 gefullt. 
[0042] Die GroBc der Antcnncnkontaktflachc 16 in Fig. 3 
ist annahernd den auBeren Kontaktfeldern 6 des Zwischen- 25 
tragers 1 gleich, 

[0043] Das Kontaktmaterial besteht im Beispiel aus 

20 pm dickem Aluminium, welches sich auf 30 )jm dickem 

Polyester als Antennentragear IS befindet. 

[0044] Die AntennenkontaktflSche 16 ist geschlitzt; die 30 

Schlitzslruktur 17 wurde iin Beispiel durch Laserschnilt er- 

zeugt. Die Schlitzbreite ist kleiner gleich 100 pm; die 

Schlit/Jangc bclragt (300 . . , 500) pm, 

[0045] In Fig. 4 liegt das Antennentragermaterial 15 mit 

seiner Untcrscitc 23 auf dem Kontakticrtisch 19 auf. Auf der 35 

Antennenkontaktflache 16, die im Beispiel (2,5 x 2,5) mm^ 

groB ist, liegt das SuBcrc Kontaktfcld 6 des ZwischontrSgcrs 

1 auf und iiberdeckt die Antennenkontaktflache 16 vollstan- 
dig. Das auBere Kontaktfeld 6 und die Antennenkontaktfla- 
che 16 beriihren sich flachig in der kiinftigen Verbindungs- 40 
zone 18 Fig. 5. Die Substratunterseite 5 des ZwischenUra- 
gers 1 weist nach oben, auf sie presst mit der Kraft F die 
Pressflache 20 des insgesamt fiir die Laserlichtwellenlange 
von X = 940 nm nahezu vollstandig durchlassigen Press- 
stUckes 22. 45 
[0046] Den Zustand der Verbindungszone 18 zum Schluss 
der I^aserbestrahlung, wobei die durch den Laserstrahl 21 
belichtete Flache gleich oder groBer der Antennenkontakt- 
flache 16 ist, zeigt Fig. 5. Der thermoplastische Kleber 14 
wurde nahezu vollstandig aufgeschmolzen. Entsprechend 50 
den Druckverhaltnissen verteilt er sich zwischen Antennen- 
tragcr 15 und Substratoberscitc 3 und benctzt sowohl das 
Antennentragermaterial 15 als auch die Antennenkontakt- 
flache 16 sowie die Schlitzwandungen 17. Die ebenfalls 
durch den Laserstrahl 21 aufgeheizten Aluminiumstruktu- 55 
ren 6; 16 wurden durch den Pressdruck etwas in des Substrat 

2 bzw. das Antennentragermaterial 15 eingedrilckt. Gleich- 
zeitig wurden die Aluminiumstrukturen 6; 16 so zusammen- 
gedriickt, dass sowohl Flachen- als auch Kantenkontakte 
auftreten. Insgesamt hermetisiert der thermoplastische Kle- 60 
ber 14 die Verbindungszone 18. Kontaktiertisch 19 und 
Pressstuck 22 sind nicht beheizt; sie kilhlen die auBenliegen- 
den Flachen der Anordnung. 

BEZUGSZEICHENLISTE 65 

1 Zwischentrager 

2 Substrat 
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3 Substratoberseite 

4 Leiterbahn 

5 SubU:a(unlerseitc 

6 auBeres Kontaktfeld 

7 inneres Kontaktfcld 

8 Halbleiterchip 

9 Kontakthiigel 

10 Underfiller 

11 Gitterstniktur des SuBeren Kontaktfeldes 

12 Leiterbahnisolierung mit Underfiller 

13 Absorptionsschicht 

14 Absorptionsmaterial; Schmelzkleber; fliermoplastischer 

Kleber 

15 Antennentragermaterial 

16 Antennenkontaktflache 

17 Lochstruktur der Antennenkontaktflache bzw. Schlitz- 
struktur 

18 Verbindungszone 

19 Kontaktiertisch 

20 Pressflache 

21 Laserstrahl 

22 Pressstuck 

23 Antennentragerunterseite 

Patentansprtiche 

1. Verfahren zura Kontaktieren von auf Substratfolien 
(2) angeordneten metallischen Kontaktfeldern (6) mit 
elektrisch leitenden Kontaktflachen (16), die sich auf 
einem Substtat aus Plaste, Papier, Pappe oder Shnli- 
chen befinden, dadurch gekcnnzcichnct, dass die 
Kontaktfelder (6) eine Gitterstruktur (11) aufweisen, 
die zu kontaktierendcn Berciche ubereinandor posiiio- 
niert, und mit einem lichtdurchlassigen Pressstuck (22) 
zusammengedruckt wcrden, und die zu kontakticrcn- 
den Bereiche mit Licht hoher Intensitat eines Wellen- 
langcnbcrcichcs, fur den das Pressstiick (22) und die 
thermoplastische Substratfolie (2) durchlassig aber die 
Kontaktfelder (6) und Kontaktflachen (16) stark ener- 
gieabsorbierend sind, so bestrahlt wud, dass die be- 
strahlten Kontaktmaterialien (6; 16) erhitzt werden und 
dadurch das anliegende und/oder angepresste Substrat 
(2) in der Verbindungszone (18) aufschrailzt und I'la- 
chenteile der Kontaktoberflachen (6; 16) sowie das um- 
liegende TYSgermaterial (2; 15) benetzt und nach Been- 
den derBestrahlung das aufgeschmolzene Material (2) 
erstant. und sich dabei eine dauerhafte mechanische 
und eleklrische Verbindung zwischen den Kontaktma- 
terialien (6; 16) und den Tragermaterialien (2; 15) er- 
gibt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
nct, dass die Bestrahlung mit monochromatischcm 
oder nahezu inonochromatischem Licht im Wellenlan- 
gcnbcrcich 900 .. . 1100 nm crfolgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass gleichzeitig mit der Lichtbestrahlung 
iiber das Pressstuck (22) oder einen Kontaktiertisch 
(19) in die Verbindungszone UltraschaU- oder Nieder- 
ftequenzschailenergie eingetragen wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass auf das gitterstruk- 
turiertfi Kontaktfeld (6; 11) lichtabsorbierender 
Schmelzkleber (14) aufgebracht ist. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Schmelzkleber (14) mit lichtabsorbieren- 
den elektrisch leitfahigen Partikeln versehen ist. 

6. Anordnung, insbesondere zur Durchfiihrung des 
Verfahrens nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
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gekennzdchnet, dass auf einem Zwischentrager (1) 
mindestens zwei auBere Kontaktfelder (6) mit nach in- 
nen vcrlaufcnden Lcitcrbahnen (4) angeordnet sind, 
wobei auf den aufJeren Kontaktfeldem (6) lichtabsor- 
bicrcndcs Material (14) aufgcbracht ist, welches einen 5 
niedrigeren Erweichungspunkt aufweist als das Mate- 
rial des Zwischentragers (1) und dass der Zwischentra- 
ger (1) mit einem Antennentragermaterial (15) kontak- 
tiert ist, welcher mit einer Antennenkontaktflache (16) 
versehen ist, so dass sich jeweils ein auBeres Kontakt- 10 
feld (6) und eine Antennenkontaktflache (16) zumin- 
dest partiell flachig in einer kiinftigen Verbindungszone 
(18) beriihren. 

7. Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass die auBeren Kontaktfelder (6) eine Gitter- is 
struktur (11) aufweisen. 

8. Anordnung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Zwischentniger (1) auf einem 
Polyestersubstrat (2) aufbaut. 

9. Anordnung nach cincm der Anspriichc 5 bis 7, da- 20 
durch gekennzeichnet, dass der Zwischentrager (1) ein 
flipgebondetcs Chip (8) tragi, welches mittels thcr- 
raisch ausgehartetera Underfiller (10) auf inneren Kon- 
taktfeldem 7 bcfestigt ist. 

10. Anordnung nach einem der Ansprtiche 6 bis 9, da- 25 
durch gekennzeichnet, dass die Kontaktflache (16) der 
Antenne Schlitze oder LScher (17) aufweist. 

1 1 . Anordnung nach einem der Anspriiche 5 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Oberseite (3) des Sub- 
stratmaterials (2) im Bereich der SuBeren Kontaktfelder 30 
(6) mit lichtabsorbierendem Material beschichlet ist. 

12. Anordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass das lichtabsorbicrcndo 
Material ein thermoplastischer Kleber (14) ist. 

13. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gckonn- 35 
zeichnet, dass die Substratfolie (2) aus thermoplasti- 
schcm Material bcstcht. 

14. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der thermoplastische Kleber (14) auf ei- 
nem Duroplastmaterial aufgetragen ist und dass das 40 
Substrat (2) des Zwischentragers (1) aus lichtdurchlas- 
siger duroplastischer Folie (2) besteht. 
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